（B56E）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	3钻孔4）；4线 12）13);8其他3）11,14
23,24
	20221009
	370006/321251浪潮PCB性能规范及验收标准V6.0涂成松2022-09-14顾客质量要求评审表

	CAM部分
	11.1）A;2)、7)；17.10)、12）、13）
	20220929
	370006/321251印制电路板阻抗&LOSS管理规范-V2.0涂成松2022-09-14顾客质量要求评审表

	共用部分
	19
	
	

	CAM部分
	20
	20220822
	370006/321251BGA绿油开窗尺寸监控---浪潮涂成松2022-08-16顾客质量要求评审表

	预审部分
	8.阻焊油墨
	20220808
	370006/321251浪潮油墨库导入202207涂成松2022-08-01顾客质量要求评审表

	共用部分
	3.钻孔5）
	20220613
	370006PTH & NPTH孔公差通用EQ涂成松2022-06-09

	CAM部分
	删除15.金手指设计要求
	20220519
	370006浪潮信息PCB设计及可制造性规范-V2.0 - 板厂涂成松2022-05-11顾客质量要求评审表

	预审部分
	6.翘曲度转移到共用部分20
	
	

	共用部分
	标记5）；16.4），7），11）④

20-22
	
	

	共用部分
	19.测试条删减确认
	20220401
	370006Coupon优化提升利用率通用EQ涂成松2022-03-24顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记4）二维码
	20220128
	浪潮二维码添加规范涂成松2022-01-13B45E/B56E民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	16.通用EQ处理办法11）④
	20211210
	字符白油块上pad制作规范涂成松2022-01-06B45E/B56E民品顾客质量要求评审表

	预审部分
	6.翘曲度
	20210820
	浪潮PCB性能规范及验收标准V5.0涂成松2021-08-13B45E/B56E民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	11.孔铜及包覆铜要求

8.其他2）

17.四线测试要求

18.导体图形定位精度
	
	

	CAM部分
	18.拉力测试条添加
	20210719
	Peel strength Coupon（拉力测试模块）涂成松2021-07-13B45E/B56E民品顾客质量要求评审表

	CAM部分
	13.塞孔要求；14.阻焊开窗设计要求；15.金手指设计要求；16.阻抗Coupon；17.LOSS coupon
	20210630
	浪潮信息PCB设计及可制造性规范-PCB板厂版-V1.0涂成松2021-06-19B45E/B56E民品顾客质量要求评审表

	预审部分
	7.板材利用率；8.叠层要求
	
	

	共用部分
	16.通用EQ处理办法

1.标记2）coupon添加追溯码
	
	

	共用部分
	1.标记3）添加材料编码
	20210625
	PCB板材编码规则表涂成松2021-06-19B45E/B56E民品顾客质量要求评审表

	CAM部分
	13.对准度Coupon要求
	20200925
	转发_ 对准度coupon规则更新---重要-兴森涂成松2020-09-18顾客质量要求评审表V2

	共用部分
	15.验收标准
	20200911
	Xs邮件20200910

	共用
	14介质耐电压测试要求
	20200824
	B45E/B56EHI POT要求涂成松2020-08-11顾客质量要求评审表

	共用
	13板材变更通知要求
	20200810
	B45E/B56E/B598浪潮代工厂PCN控制规范-补充协议20200619涂成松2020-06-19顾客质量要求评审表

	共用

CAM
	共用3钻孔4）

共用12

Cam12 7）芯板厚度：介质厚度
	20200713
	B45E/B56E/B598浪潮PCB性能规范及验收标准V4.0涂成松2020-07-07顾客质量要求评审表

	CAM12
	阻抗以及LOSS测试要求
	20200316
	B45E/B56E浪潮信息印制电路板阻抗&LOSS测试管理规范-V1.0涂成松2020-03-05顾客质量要求评审表

	共用宜兴
	4.对准度coupon
5.anti-pad直径公差
	20191115
	370006couppon对准度要求常润川2019-10-10顾客质量要求评审表

	Gy1(2)3(4)9,10,11

Ys5,6

Cam10,11
	
	20190822
	370006浪潮PCB性能规范及验收标准V3.0常润川2019-08-10顾客质量要求评审表

	共用宜兴
	阻抗要求
	20170518
	B56eb598b45e20170513

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 符合无铅工艺的订单需要加无铅PB标记；
2) 追溯编号(也就是拼板位置号):
优先加在PCB单元内，若单元内空间不足，可加在工艺边，编号格式不限，按照CAM规范制作即可，要求每个PNL位置号不一样，也可精确到PCS，如：批号-Lot号-PNL号-PCS号，确保可识别到每个PCS在PNL 内的位置。Coupon上也需要添加，必须保证Coupon上序号与PCS内序号可一一对应.
3）新单/NP更改单产品需要在板子vendor框内自行选择合适位置，印上所用板材的编码，板材对应的编码见附件，添加方式举例：例如IT-170GRA1则印Q3-1；如果是混压叠层则用“+”连接，例如：IT-170GRA1和IT968混压，则印“Q3-1+Q6-1”
[image: image1.emf]材料编码规则表-20 210409.xlsx

若所用板材不在代码规则中，则需EQ确认
4）当浪潮MD1或fab层有2D标识时，需要添加二维码(二维码内的序号是允许断开的)，具体二维码添加规则见附件（二维码添加规范）二维码编码规则注意做好MI指示

[image: image2.emf]二维码添加规范.do cx


2. 材料：
  对于使用IT150DA以及IT180I材料时，如说明文件中无特殊说明，必须使用RTF铜箔的配本，各个配本中均默认使用以及购买RTF配本的芯板以及外层铜箔！

3. 钻孔：
1) 孔符图里面定义为金属孔属性，但是线路层没有焊盘和电性能连接，这样的孔按非金属化孔来做；
2) 若客户在制作说明中的钻孔公差要求与Gerber文件孔表中的不一致时，孔径公差以Gerber文件中要求为准；

3) 顾客设计槽孔、钻孔≥6.15mm的孔公差要求超能力时需反馈确认；

4）孔径公差：
       依据gerber 资料，如gerber 中未注明，如下参考. 孔公差英制与公制转换后规格判定原则：单位转换后，保留小数点后2位，采用四舍五入的原则。示例： 91mil NPTH 孔转换公制为91*0.0254mm=2.3114mm，公差按照下表为+0.10/-0mm，转换后范围为：2.3114-2.4114mm。按照四舍五入，判定规格变为： 2.31~2.41mm
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  d.激光孔5MIL或6MIL时，公差为：+1.4/-0
  e.阶梯孔：默认钻头角度130度，公差+/-5度 
5）附件为我司与客户确认所有孔孔径公差能力表，若未提供图纸或超出附表内容的可以EQ，未超出此表不允许EQ


[image: image4.emf]PCB_PTH   NPTH孔槽加工能力最终确认.xlsx


4. 线路、表面工艺：
1) 负片隔离盘比孔小时，把小的隔离盘做删除处理；
2) 附图所示的间距原稿就很小，补偿后仅1.5mil，此类情况按我们能力来做,如果做不出来按全连接制作；

    [image: image5.png]



3) 金属孔在内层负片有隔离盘，但是隔离盘比孔小，在孔的外面又有隔离环把孔隔离开了，此类情况按正常的隔离盘来做；

    [image: image6.png]



4) 如果内层阻流点铺到了阻抗线上，需要删除阻抗线上的阻流点；

        [image: image7.png]



5) 客户设计NP孔边上内外层有5mil的线，对应阻焊层有开窗,按删除NP孔边上内外层5mil的线，及阻焊开窗制作；

        [image: image8.png]



6) 短手指埋在铜皮内，设计异常，按文件做即可,无需确认；

    [image: image9.png]



7) 金手指太靠近板边，按照不露铜削铜较多，已与顾客沟通如果离板边很近,都按极限削铜处理,无需确认；

    [image: image10.png]



8) 如下图，花焊盘设计都不符合我司能力以及NP孔对应外层线路层有等大焊盘；已与顾客沟通：1、花焊盘按如下设计:内径比孔大单边7mil，外径比孔大单边17mil，4个开口，开口10mil，角度45度；2、对于NPTH孔对应与孔等大的焊盘都做删除处理；
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9) 客户文件中经常会存在一些很明显的断线头，除阻抗测试条部分，其它都要确认；

10) 线宽、间距设计较小，常规为4/4mil，顾客不允许更改；
11) SMT焊盘公差：2级：尺寸≥12mil，+/-10%，最大+/-2mil；1级：尺寸≥10mil，+/-15%，最大+/-2mil

12) 插件焊盘公差+/-2mil
5. 过孔工艺:
1) BGA下方的过孔双面开大窗，或者双面开窗比孔大比盘小，允许删除BGA区域过孔的双面大窗或者小窗塞孔处理，但测试点除外。需要删除小窗塞孔制作时,对于单面开窗的都按不塞孔做,允许非开窗面有一个小锡圈；
6. 阻焊、字符:
1) 两个贴片一部分在铜皮上。且贴片客户开通窗。贴片做出来后会变形，对于此类设计,如果能保证阻焊桥就做阻焊桥,如果做不了阻焊桥的可以按开通窗处理；

[image: image12.png]



2) 部分SMT未设计阻焊桥，对于常规铜厚（0.5OZ基铜），管脚间间距≥8mil的设计阻焊桥，＞8mil则不设计阻焊桥；

    [image: image13.png]



3) 如下图，外形上设计有字符，不能明确标识，已与顾客沟通外形以外的字符都按删除处理；

    [image: image14.png]



4) 客户文件中部分字符宽度高度不符合生产要求会导致模糊,已与顾客沟通对于非常规的字符能移就移，不能移的可以做删除处理；

7. 外形、拼板:
1) 对于V-CUT余厚及其公差超能力的可按快捷能力制作；
2) 标注的尺寸与实际GERBER文件不符；制作说明中的板子尺寸与实际文件不符，已与顾客沟通相差1mm以内以GERBER文件为准，反之则确认；

3) 客户在说明文件中会有“连扳需增加V-CUT防呆测试”的要求，按我司常规的V-CUT防呆测试方式添加,但是,V-CUT防呆测试点若加在板内需要确认

        [image: image15.png]



4) 此客户的板子如果制板说明中外形公差比+/-0.13MM大时，则外形公差需要按+/-0.13MM控制，如果制板说明中无要求都按+/-0.13MM控制。
5) 若顾客说明中明确了顾客文件中有测试条(或测试图形),则预审和CAM均需要按测试条,不得识别为交货单元.

8. 其他:
1） 外层要求完成铜厚1.9mil，铜厚较厚导致生产夹膜报废较多，若间距大需按1.9MIL,若间距小可以考虑优化确认；
2) 金手指宽度公差+/-2mil。
3) 金手指镍金厚度：镍厚 :2.54-15μm (100-590μinch)；金厚：≥0.76μm(30μinch) 
9.删除
10.有耐CAF要求

11.孔铜及包覆铜（浪潮级标准制板说明中会有）：
	PTH 孔性能指标
	存储、交换机，SV产品标准
	PC产品标准
	备注

	平均铜厚
	≥25μm
	≥20μm
	含POFV 孔铜要求

	局部区域铜厚(指孔铜最小
点数值)
	≥20μm
	≥18μm
	除含有“电源”要求的 

板卡外执行此标准
含POFV 孔铜要求

	
	≥25μm
	≥20μm
	凡是含有“电源”字样的板卡执行此标准。
含POFV 孔铜要求

	机械埋/盲孔最小孔铜
	≥18μm
	≥15μm
	含 POFV 孔铜要求

	激光盲孔
	≥12μm
	≥12μm
	

	包覆铜厚度
	≥6μm
	≥6μm
	

	POFV最小包覆铜距离
	≥25μm
	≥25μm
	

	POFV 铜厚（孔上部位）
	≥12μm
	≥12μm
	含POFV 孔铜要求（孔上部位）
针对焊接位置


12.树脂塞孔

树脂塞孔深度≥70%
13.板材变更通知要求

浪潮PCN补充协议NPI阶段客户认证板材一般有2种，2种板材可以互相作为备份板材，浪潮板卡NPI工程师发布项目转量产通知邮件后的五个工作日内反馈此项目量产时计划选用的板材，量产过程中如要切换板材（2种已认可板材之间的切换），则预审需要提前两周告知销售板材切换信息，信息包括起始变更的批次、D/C及对应的订单号。(应P7要求增加)
14 介质耐电压测试要求

1）NPI最后一版（即1P1版本首次制作）100%测试，如交付数量>50SET，测50set。

2）量产测试频率：配板≥3SET/LOT，主板≥3pcs/LOT

3）经过测试的PCB，需要在板面DATE CODE附近空白区盖章标识。盖章字样为“HT”或“HPT”， 

字母后可选加测试员的编号01，02….字体大小与周期数字相近，最大不超过12号字（约3*8mm）。若 

因设计空间不足，无法盖章的料号，可在板边划线标识。

4) 在耐压测试流程备注耐压参数并提供测试点位图给生产。

5).测试点位由浪潮研发提供（GERBER资料中有测试点位层），如PCB制作单提示与GERBER资料不完全匹配，请EQ向浪潮研发确认。
15.验收标准

默认浪潮存储及交换机产品适用2 级标准，其他产品（SV,PC）如果使用2 级标准在PCB 制作单中备注，否则默认为1级标准

产品类型识别可直接根据客户提供的PCB制作单命名识别，具体如下
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以下仅仅为宜兴工程执行的客规（科学城工程不需要理会）：
①内层阻抗线首件线宽按照+/-8%管控，量产线宽按+/-10%管控
②外层阻抗线首件线宽按照+/-8%管控，量产线宽按+/-10%管控
③阻抗板的板厚公差按照+/-10%管控
④添加对准度coupon
a. 添加位置，有工艺边,工艺边上沿对角线添加两个对准度coupon；无工艺边的,在RE-coupon丝印框标示出的位置添加；如无工艺边且无RE-coupon丝印框,请与客户确认添加位置。
   b．判断孔的clearance按照板子原稿的实际最小D2M（Drill to Metal，孔壁到导体的最小距离）减2mil设计，当最小D2M-2mil>6mil时，判断孔的clearance依6mil设计；当最小D2M-2mil<6mil时，判断孔的clearance依实际值设计，每层添加，板厂需要把工作稿回传浪潮确认
⑤anti-pad直径公差, 内层铜厚<=1OZ的anti-pad直径按照+/-1mil管控，内层铜厚>=2OZ的anti-pad直径按照+/-1.5mil管控。
16. 通用EQ确认处理办法
1）Gerber 中可能会有部分层别是提供给 PCBA 厂用的文件，比assembly_top, assembly_bot, probe_top, probe_bot，ua2,ua1,tp1,tp2，sp1,sp2 层，这些层别我司用不到，可直接忽略（tp 层为测点层，PCB 板厂可用于测试点参考）
2）当 PCB 制作单中有下图 1 所示要求，而 Gerber 中没有设计这些标记时，可直接按 Gerber 制 作。
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3）针对 Gerber 有标记出 PCB-VENDOR 区域的情况，将所需内容以字符的形式加在 “PCB-VENDOR”框内，同时把框外“PCB-VENDOR”的字符删除，VENDOR 框内需添加的内容 如下图 2 所示。若 gerber 中没有标记出 PCB-VENDOR 区域，则需要 EQ 确认。

[image: image18.png]



4）若 PCB 制作单要求的最小线宽，线距，外形及尺寸与实际 gerber 不符,忽略制作单中要求，依实际 gerber 制作。

5）为防止光学点刮伤，当光学点无保护环时，需在光学点外围增加一个保护环， 如下图 3 所示。
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6）若要添加 dummy pad，需 EQ 确认

7) 0.5mm Pitch BGA 设计，BGA设计为两焊盘中间夹一线，且焊盘≥10mil时，统一按下述表 1 中要求加工。

	0.5mm Pitch BGA 加工能力(表1)

	

	设计（mil）
	加工要求
	外层铜厚

	焊盘
	10~10.5±15%
	1.允许夹线的两侧削 PAD 至 9mil； 
2.Pad 公差：±15% 
3.线宽公差：±20%
	表层铜厚：1.2milMin；
孔铜： 依制作单或 gerber 要求；

	线宽
	3~3.2±20%
	
	

	线到焊盘的距离
	3~3.5
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8）板内若有断头线，需 EQ 确认。

9）如图 4 所示，隔离 pad 间距小于 4mil 的位置，不可直接删除铜桥，需确认铜桥上下相邻层 有无过线。若有过线(如图 5 所示)，则铜桥不可删除，优先加宽，需 EQ 确认（铜桥加宽后，需确认是否影响最小D2M，从而影响对准度管控）。若无过线， 则可在不影响功能的前提下删除铜桥。

[image: image20.png].O.
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10）Gerber 内/外层线路设计有部分铜皮，PTH 孔 PAD，SMD PAD，或接近，或 touch，或超出成型线，需 EQ 确认，不可直接修离铜皮。
11）若 Gerber 设计有部分字符、字符框或字符块落在开窗 pad 上，可采取以下措施： 

①字符上开窗pad的，能移动的移动，不能移动的允许套除 

②字符框上开窗pad的，允许套除部分字符框 

③字符块上开窗pad的，依照开窗 pad 套字符块处理 但需注意：极性符号不能删除，且不能随意移动。如有冲突，需EQ确认。
④当字符上Pad时，仅可针对零件丝印框或者文字字符局部与绿油开窗重叠的字符进行套除，类似附图所示的在孔与焊盘之间间距较小时添加的的白油块，不可直接按字符上PAD套除。需将白油块删除，原白油块位置去除绿油开窗，做成绿油桥（绿油上PAD）
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12) Gerber 设计部分字符或字符框落在板外，可采取以下措施： 

①落在板外的字符，能移就往板内移动；不能移的，则按删除制作.

②落在板外的字符框，直接按套除制作。

13）板内有异型槽设计，且异型槽内又有重合的钻孔设计，此类属于重叠设计，可将异型槽中的孔去除，依异型槽制作。

14）若钻孔中有完全重合的孔，可删除多余的孔，按一个孔制作。

15）Gerber 中外形设计有外直角时，外直角依 R1.0mm 管控，避免出货包装时扎破包装袋。（金手指区域取除外）

16）Gerber 设计外形中若有内直角或者内角小于 R0.5mm 的（包括内成型内直角和内角小于 R0.5mm 的），需 EQ 确认，不可直接修改。

17）当工艺边与相邻的金手指间距较小时，允许金手指斜边时斜到工艺边，但工艺边铜皮需适当 削开避免露铜，同时要避开 Mark 点。

18）可在工艺边上自行添加 NPTH 孔作为防呆设计。

19）可自行在工艺边上添加对准度 Coupon，背钻 Coupon 等监控型 Coupon 设计。

20）当图纸或文件中有阻抗要求，但在实际 GERBER 內无对应的阻抗线时,可忽略这些阻抗的管控 （提醒：可能存在为了区分相同线宽的单端线和差分线，微调其中一种线宽的状况）。

21）制作单或 gerber 中有插损测试要求，但没有提供插损管控规格，依 intel 要求管控（见表 2）。
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22）阻抗或 Loss Coupon 允许板厂在原有文字字符的基础上增加蚀刻字符，便于半成品识别。

23）如果将阻抗 Coupon 或 Loss coupon 设计在工艺边上，NPI 阶段需在 Coupon 附近增 加字符标识“留样”，字符高度 20mm。
17.四线测试要求

0.2mm 钻刀直孔且AR 大于13，如该孔为镀锡（正片）流程，启动四线测试。
18. 导体图形定位精度
任意（两）导体图形（包括 SMT 焊盘和基准点）到光学定位点位置偏差回流前：-2～+6mil；
19.测试条删减确认要求

后续新单客户会做出如附件箭头所示的标识， 对于可通过删减coupon提高利用率的，请EQ列出样品利用率/ 转批量的利用率， 客户书面同意后，批量订单可做删减coupon处理， 请设风险警告提示销售转批量时下NP更改单， 或邮件通知销售设风险警告
优化建议如下

A、 对称层可只保留一层的coupon（包括阻抗和插损）。例如Top面有了，BOT面的coupon就可以考虑删除。

B、 阻抗coupon：每层可最少保留一组差分和一组单端，损耗coupon：每层可最少保留一组。

C、 A和B可以同时考虑

浪潮在设计资料进行特殊标记，量产的时候依标记说明确认需要保留的设计。如下例所示，【】括号内的提示建议量产的时候保留（如下红色箭头指出的4组为必须保留对象）
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20.翘曲度：
    无要求时，翘曲度≤0.5%，且最大弓曲变形量≤1.5mm，最大扭曲变形量≤3mm；

21. 后续金手指是否允许残留引线客户会直接备注在工单或资料中。若未备注，需EQ确认。
22.泪滴设计

当孔径≤24mil，内外层孔环环宽＜7mil，且线宽≤15mil 时，需添加线性泪滴，泪滴线宽：（孔
盘-8）÷2，延长长度:5mil，拉出的两条延长线与PAD 相切，具体添加方式如下图所示
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①. 对于计算泪滴的大小、长短等用到的孔径/孔盘/线宽等，统一使用我司生产稿，泪滴线宽
允许根据能力调整。
②. 当间距不足时，允许削泪滴。

23.回流焊测试要求：主板在出货前需要100%过回流焊1 次
24．内层最小完成铜厚

	起始铜箔厚度
	完工导体厚度（最小值）

	0.375OZ
	0.0093mm(0.366mil)

	0.5OZ
	0.0114mm(0.449mil)

	1OZ
	0.025mm(0.98mil)

	2OZ
	0.056mm（2.2mil）

	3OZ
	0.0866mm(3.4mil)

	4OZ
	0.118mm(4.63mil)

	>4OZ
	依 IPC6012 最新版本执行


预审部分：
1. 部分订单阻抗公差要求较严,超能力，需反馈确认；
2.  当客户要求提供损耗测试报告时，请检查销售是否勾选“损耗测试报告”，如未勾选，请反馈给销售处理
[image: image25.jpg]{%?lﬁ FRpTIRIR S GREED: O 2 B S
i R | BURETRR . O R &
i

21 a0 il B AL I D iNE DA T ihateb T ol





3.叠层结构及阻抗确认模板：

       A.与客户确认叠购和阻抗必须使用如下模板，红色项必须填写。

B.叠层模板中备注的介质厚度公差（包括芯板和PP）及铜厚公差无需评审，直接备注即可，仅为提供客户参考的。具体公差见此表《芯板PP铜厚-公差.xls》

               
[image: image26.emf]叠层模版.xls


                   
[image: image27.emf]芯板PP铜厚-公差.x ls


4.顾客要求外层铜箔为0.5oz,完成面铜按1.9MIL控制,无面铜公差要求时,面铜公差按1.9(+0.3-0.2)mil控制.

5.板厚公差：

   无要求时，板厚大于等于1.0mm，公差+/-10%；板厚小于1.0mm，公差+/-0.1mm
6. 板材利用率

1） 在前期备料或EQ确认时，需提供每个料号的板材利用率，板材利用率计算方式如下： 板材利用率 = PCB拼版(SPNL)尺寸*SPNL数量/板材大张尺寸 此处SPNL数量是指单张大料所包含的SPNL数量； 板材大张尺寸是指PCB板厂来料时未裁切的大张尺寸

2） 在新产品导入第一次打样时，若主板板材利用率低于75%，其他板卡板材利用率低于80%，需要向 浪潮提供改善建议或无法改善的说明。
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7.叠层要求
1）若遇到所选板材不在浪潮板材编码清单中，需EQ确认。

2）浪潮所选板材，我司还没有UL认可的，需EQ确认。

3） 叠层中禁止使用厚布，包括PP，芯板和假Core；

若部分超厚芯板或假Core不提供薄布结构或其他原因，需与客户确认。厚布包括1500,1501,1506,1540,1545,1652,2157,7567, 7627,7628,7629, 7630,7667。

4）含有2oz铜厚的内层芯板尽量不要使用1张布的结构，以提升耐电压效果。 

5）内外层铜箔类型均需在叠层中明确备注，尤其是存在浪潮特供的铜箔，注意甄别。若叠层中未 备注铜箔类型，需EQ确认。

6）针对金手指板厚，当制作单和gerber文件中同时有板厚要求时，依gerber文件为准。尤其是当 同一料号不同位置金手指有不同金手指板厚要求时，统一从严管控，如下图所示。如有超出 上限的设计需与客户EQ确认。
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8.阻焊油墨：客户未订单未指明使用的油墨型号时，阻焊油墨从如下列表中选择，若厂内无此表中的型号则需反馈客户

	有卤亮绿
	无卤亮绿
	有卤哑光
	无卤哑光
	LOW DK油墨

	H-9100 SP8T3
	R-500 ZSPA32H
	H-9100 SPM31
	PSR 4000 MPHF
	PSR-4000 LT02G

	PSR-4000 G23K
	HSR 200 GK01
	PSR-4000 MP/CA40MP
	PSR-4000 AM03TS
	R-500 Z28DF绿色版

	DSR-330 S50-99G
	SR-500 HG50
	
	
	

	PSR-4000 GHP3X
	PSR-4000 GEC50A
	
	
	

	HSR200 GK01M
	R-500 Z32H
	
	
	

	R-500 SPA5GA
	H-9100 15GHB
	
	
	

	
	R-500 Z28
	
	
	

	
	H-9100 SP11HF02
	
	
	


CAM部分：
1. 工程CAM在ERP测试工序备注：需在阻抗测试条上用黑油笔编号，编号需要与阻抗测试报告的编号一致；
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2. 当客户要求“损耗测试报告”时，CAM需要在ERP“阻抗测试”流程后面增加“损耗测试”流程
3. 若使用IT150DA的板材（包含混压板），在终检后增加“烘板2”流程，烤烘温度为：120度4H

（注意： “烘板”、“烘板1”流程无法过数，不能使用）
4. 叠层结构及阻抗单中备注的介质厚度公差（包括芯板和PP）及铜厚公差无需理会，仅为提供客户参考的
5. 化学沉镍金板：镍厚：3-8微米；金厚：0.05-0.15微米

6. 线宽大于等于10mil时，线宽公差按+/-2mil控制

7. 距离MARK点3MM范围内不允许加任何标记。

8.  SMD处，阻焊超出焊盘高度小于等于35微米

9.非金属化孔与电源/地层的间距（成品）
1）NPTH≤80mil：单边大8mil

2）80mil<NPTH<120mil：单边大12mil

3）NPTH≥120mil：单边大16mil
10.打叉板：

	Set中的unit数
	允许打叉数

	小于等于10
	1

	大于10
	2

	打叉板比例最大不能超过10%（SET 数）


11.阻抗以及LOSS测试要求

1）阻抗管控标准

A.阻抗测试标准统一为以阻抗条管控10%以内为准，Breakout 区域和DDR Tab 区域不再管控阻抗，
只管控线宽，其中DDR TAB 线只控制如下图中 W3 宽度，宽度按照正常要求即可。

A. 阻抗测试标准统一为以阻抗条管控10%以内为准，Breakout区域和DDR Tab区域不再管控阻抗， 

只管控线宽，其中DDR TAB线只控制如下图1中L/W1/W2尺寸公差+/-1mil，W3宽度按照正常线宽要求
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B. 设计方面如影响到阻抗（例如铜厚，介厚，线宽等影响因素）如果有超出浪潮PCB 性能规范及
验收标准最新版本中要求规格，需要各研发部，工程部，质量管理部共同确认后执行；

2）LOSS管控标准

LOSS coupon 设计要求如下表1(增加4.0图片)
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通用要求：
①、TDR 走线依据板内实际走线，板内走线均需要在Coupon 中体现；

②、工单中有明确管控要求摆放位置在一起；

③、差分和单端信号分开集中放置，最好能根据TOP-Bottom 依次排开；

④、不同类型Coupon 尽量放在一起；

⑤、空旷区域添加dummy pad，dummy pad 的大小由板厂自行添加，根据每层布线情况的不同，将coupon

区域的残铜率调整至和实际布线区域一致，保证coupon 测试和实际情况的一致性；

⑥、根据stub 最小原则放置symbol；

⑦、满足布线常规设计规则（避免毛刺、直角等）；

⑧、Coupon 条务必添加双方料号和版本号、Vendor name、材料（如下图2）；

图2 Coupon 添加标志

[image: image31.png]COURPON TEST

TRER. GO b8 - 1D Limims s
YENGOR NAME
MATERIAL NAME





⑨、针对同一层阻抗相同，线宽线距不同的，需标注线宽线距进行区分；

⑩、单线和差分均进行十度走线,小折线，且相邻折线的水平距离按400mil（此要求影响到利用率，从而对成本有影响，需要EQ时作为共同性问题一次确认完毕，销售同步介入与客户沟通价格，若客户同意再做个案导入，客户不同加价即不导入。）
3）.阻抗测试制前需求：
A.必须有阻抗模拟软件；
B.必须有动态补偿软件及反馈机制；
C.工艺部门研究完成每款板料能力和Dk 反推（不接受直接拿基板供应商提供数据使用），反推值与设计差
异≦ 0.3，否则要找差异原因；
D.阻抗模拟值需要与浪潮要求至少在+/-2%以内，否则提交DFM;
4）.LOSS测试主要事项

Loss 测试数据命名规则：板卡对应编码_板材名_阻抗_所在层_长度，例如：BL056001_EM890_Z93

_L05_2inch.s4p 。（实验室反馈作业者无法从工单中查出命名要求，需板卡将命名设计或工单注明，命名需工程在工单注明或者将板卡命名设计好，实验室直接导入使用）
D.Loss Spec 选项需依据gerber 文件的layout drill 层标识，如无则参考各测试平台，填写Intel 规定的SPEC，如Grantley 平台的SPEC 参见图6。

[image: image32.png]High Speed Differential Loss Magnitude Requirement

This PCB loss is not a must requirement, but it only applies for routing at worst case
Iength. For high speed differential (HSD) buses on the Grantley platforms, the PCB
trace insertion loss per unit length (SDD21 magnitude) shall not exceed the profile
(assumed linear) defined by the following points:

+ -0.75 dB/inch at 4 GHz for stripline routing
«+  -0.79 dB/inch at 4 GHz for microstrip routing
+  -1.50 dB/inch at 8 GHz for stripline routing

+ -1.58 dB/inch at 8 GHz for microstrip routing

[E6 GrantleyE&Intel loss SPEC




5).阻抗线切片取样要求

阻抗线切片取样要求参考浪潮GERBER 文件中Drill 层信息。如下例。
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备注：此信息会导入drill 层。此要求属于单板基准要求，允许一定公差范围，不作为强制拒收条件，
以工程确认为第一优先。

6).测试编号（板上无任何序号可依循,由工程添加）

为了保证阻抗和LOSS量测数据的可追溯性，以及浪潮测试结果与PCB厂商测试结果的一致性。PCB厂商
在NPI阶段须对样品进行编号区分。具体做法如下：
① PCB单元内与阻抗&LOSS coupon上均需有可严格追溯的序号，coupon上的序号与set内的序号
对应一致。参考如下信息
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② 阻抗&LOSS测试数据中记录的序号必须与光板或coupon上的序号一致。
③ 提供给浪潮试产报告中的阻抗&LOSS的序号必须与coupon或光板上的序号一致。

7).芯板厚度（PC产品默认按1级标准，其余产品默认按2级标准管控）
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8).压合后的PP厚度管控
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12.对准度Coupon要求

1）.当D2M（钻孔径到原稿铜的距离）≤8.5mil时，对准度依5mil管控，同时删除“6mil”的丝印字符作为识别（只删字符不删孔）；D2M＞8.5mil，对准度依6mil管控，同时删除“5mil”的丝印字符作为识别（只删字符不删孔）。

2）.如果遇到接收到的浪潮料号没有在板内添加对准度coupon的，则请按照浪潮设计自行在工艺边四个角3.需要检查浪潮自行添加的对准度coupon是否正确（每层都需检查），如果发现添加不正确的情况请帮按照新设计进行修改。

浪潮设计方式如下：

孔：共设计三个孔，一个接地孔和两个判定孔，钻孔径固定为0.3mm；

内层：接地孔的每个内层均为接地设计，判定孔对应的每个内层均设计为Anti-pad，分别为22mil（对应5mil管控），24mil（对应6mil管控）（所有内层）；

外层图形：第一个孔方形焊盘设计，第二和第三个孔独立圆形焊盘设计；

阻焊：双面开大窗设计；

字符： 零件丝印以RVC开头，两个判定孔分别写着5mil和6mil的丝印。

具体如下图：
[image: image38.jpg]



a) 在电测工序备注：对准度Coupon需100%电测，其中一个coupon 短路，则整PNL板判定为不合格。

b) 内层反焊盘尺寸：内层铜厚<=1OZ的反焊盘直径按照+/-1mil管控；内层铜厚>=2OZ的反焊盘直径按照+/-2mil管控。
13.塞孔要求
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注：BGA区域以BGA处文字框为准。当有多个文字框时，以最靠近BGA PAD的文字框为准，落在文字框 线上的也算
14.阻焊开窗设计

1）当有类似如下设计，焊盘在同一条直线上时，开窗时需要调整补偿，保证成品在同一直线上。
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2）当同一元器件对应的焊接区域，同时有图形定义焊盘和阻焊开窗定义焊盘时，需要对阻焊开窗 定义焊盘的开窗大小进行补偿，保证成品时，两种焊盘面积等大。
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15.金手指设计

金手指引线添加及处理方法删除
16. 阻抗Coupon

1） PCB制作单/叠层文件/layout drill层有阻抗管控要求的板卡均需添加阻抗Coupon 

2） TDR阻抗走线依据板内实际走线，板内走线均需要在Coupon中体现 

3） 差分和单端信号优先分开集中放置，根据TOP-Bottom依次排开。若影响裁板利用率，可 调整

4）不同类型Coupon尽量放在一起

5）空旷区域添加dummy pad，dummy pad的大小由我司自行添加，根据每层布线情况的不同，将Coupon 区域的残铜率调整至和实际布线区域一致，保证Coupon测试和实际情况的一致性 

6）满足布线常规设计规则（避免毛刺、直角等）

7）Coupon条务必添加双方料号和版本号、供应商名称（我司FP）、材料代码，PNL追溯号 

8）单端和差分画框进行区分标识,丝印标识在表层，可自行在原有文字字符的基础上增加蚀刻 字符，便于半成品识别。 

9) Coupon线命名规则为Layer_阻值_其他，如L1_85_5/7，针对同一层阻抗相同，线宽线距不同的， 需标注线宽线距进行区分

10)单线和差分线均进行十度走线,小折线 ，空间不允许条件下允许走直线。

11）TDR走线长度为4inch±10mil，差分等长±4mil（此处公差为设计公差）
12）根据stub最小原则放置symbol

13）单端和差分画框进行区分标识,丝印标识在表层，可自行在原有文字字符的基础上增加蚀刻字符，

便于半成品识别。

17. Loss Coupon
1) PCB制作单/叠层文件/layout drill层有损耗Loss管控要求的板卡均需添加Loss Coupon，测试 方法为Delta-L，Coupon封装设计参照Intel封装规范 

2)按照PCB制作单/叠层文件/layout drill层的要求，无遗漏的添加各层的损耗测试线 

3)线长要求：

① 优先设计2/5/10inch±10mil，差分等长±4mil。如果备料空间不足，且当stub小于20mil 或者有背钻时，可用2/6inch±10mil。 

② 当无背钻且stub大于20mil时，必须用2/5/10inch±10mil。若空间不够，则按小折线设计， 小折线基础上还可以删减内层对称叠层的loss管控，需在EQ中反馈给浪潮知悉，但不需要 等待客户回复后才作业。 

③ 走线设计保证与编织纤维大于10度设计，且每折水平距离大于400mil。

④ 如果以上问题还不能解决问题，单个订单提EQ问询。

 4）根据stub最小原则放置symbol 5. Coupon 设计间距要求： 

①差分线过孔间距为30mil 

②伴随地孔与信号线过孔间距为35mil 

③路径的地孔与信号线的间距大于50mil 

④不同差分线的间距需大于100mil 

⑤差分线离其它测试线probe定位孔的距离大于50mil 

⑥平衡铜与差分线间距大于50mil

⑦平衡铜大小为30mil*30mil，间距为30mil；具体由板厂自行添加，根据每层布线情况的不 同，将Coupon区域的残铜率调整至和实际布线区域一致，保证Coupon测试和实际情况的一 致性 

⑧差分过孔反焊盘大小比孔PAD单边大5mil（具体参考demo） 

⑨信号pin 测试pad 相邻层需挖空（大小与测试pad相同），差分过孔需按照反焊盘大小挖成 

椭圆状
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6）每panel至少添加1组Loss Coupon 

7）满足布线常规设计规则（避免毛刺、直角等） 

8）Coupon条务必添加双方料号和版本号、Vendor name、材料代码、PNL编号 

9）Coupon线命名规则为Layer_阻值_线长_其他，如L1_85_2inch_5/7，针对同一层阻抗相同，线宽 线距不同的，需标注线宽线距进行区分

18.拉力测试条添加
表层（双面）：需要在我司设计的辅助边或PCB工艺边的表层添加如下设计的拉力测试图形

Solder mask：绿油开窗比图形单边大0.2mm
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19.CAM识别BGA设计（0.5mmPitch，Pad尺寸9mil，绿油开窗13mil，散热焊盘四周各2排PAD）并备注测量绿油开窗尺寸，管控范围：13~16mil

二维码序号规则



		位置

		项目

		编码位数

		序号规则



		单元内

		浪潮PN

		8

		浪潮标准PN为：YPCB-XXXXX-XXX，中间5位为流水号，末3位版本号。二维码取中间5位流水号+末3位版本号，共8位。
例：YPCB-02233-1E1，则二维码为022331E1



		

		板厂流水号

		16

		[bookmark: _GoBack]含8位板厂料号+4位Lot号+2位PNL号+2位PCS号，由板厂自定义。2位PNL号+2位PCS号当超出99时则使用字母代替,例:A代表10，B代表11 .........
（阻抗/插损Coupon可按PCS序号续排）
例：1234567A XX010203 （1234567A为板厂料号，XX01代表lot号，02代表第2个panel，03代表Panel内的第3个PCS）



		

		工厂代码

		2

		见附表



		

		产地代码

		1

		见附表



		

		周期

		4

		YYWW





备注：明码显示4位Lot号+2位PNL号+2位PCS号+工厂代码+产地代码+周期，共15位



二维码设计：

二维码类型：data matrix

尺寸：6*6mm，若底部需要印白油，白油尺寸7*7mm；



二维码位置识别

1. 在丝印层会有一个7*7mm的字符框，MD1或fab层同样有一个7*7mm的框，里面标有“2D”字样；丝印层的字符框若用不到，可删除。

2. 二维码允许激光打或喷印，但不能放在走线上，只能放在没有铜或者大铜皮上；激光打不允许露铜。

3. 明码如果有空间，优先放在二维码旁边；若空间不足，可以放在PCB Vendor框内。

4. 二维码优先放置在与PN/QN 框同面次；若放不下，可放在另一面。

5. 若单元内空间不足，二维码可以添加在工艺边；前提是工艺边尺寸需要8mm，且不影响拼版利用率。




工厂代码附表：

		工厂代码

		产地代码



		奥士康

		AS

		益阳

		Y



		定颖

		DY

		昆山

		K



		广合

		GH

		广州

		G



		沪士

		HS

		昆山

		K



		

		

		黄石

		H



		健鼎

		JD

		无锡

		W



		胜宏

		SH

		惠州

		H



		深南

		SN

		深圳

		S



		

		

		无锡

		W



		

		

		南通

		N



		生益

		SY

		东莞

		D



		

		

		吉安

		J



		兴森

		XS

		宜兴

		Y








孔公差能力

		孔总结		属性PTH/NPTH		成品孔径大小		常规公差能力/（+/-mm）

				NPTH		≤6.35		±0.05

				NPTH		＞6.35		±0.102

				压接孔		0.26≤D≤6.0		±0.05

				PTH		0.25＜D≤6.35		±0.076

				PTH		＞6.35		±0.102





SLOT槽公差能力

		SLOT总结		属性PTH/NPTH		成品槽宽D  		成品槽长L（L+D）		公差能力/（+/-mm）

				NPTH		1-6mm		3-15mm		捞槽：槽长槽宽±0.1

										钻槽：槽长±0.076，槽宽±0.05

				PTH						捞槽：槽长槽宽±0.127

										钻槽：槽长±0.1，槽宽±0.076





D型孔公差能力

		D型孔总结		属性PTH/NPTH		成品孔径D大小		L距离		公差能力/（+/-mm）		备注

				PTH		4-7MM范围内的D型槽		0.5-2.5mm		±0.127		捞槽

										±0.102		粗加精

				NPTH						±0.102		捞槽

										±0.076		粗加精





葫芦孔公差能力

		葫芦孔总结		属性PTH/NPTH		成品孔D1		成品孔D2		成品孔中心距L+(D1+D2)*0.5		公差能力/（+/-mm）

				NPTH		3-5mm		5-8mm		3-8mm		±0.102

				PTH								±0.127





酒瓶孔公差能力

		酒瓶孔总结		属性PTH/NPTH		成品槽宽D1		成品槽宽D2		成品L1		成品L2		公差能力/（+/-mm）

				NPTH		1-3mm		D2=D1*2		3-5mm		5-10mm		±0.102

				PTH										±0.127





其他

		孔		所有偏公差设计，需折算中值再匹配能力表计算





		SLOT		1.SLOT的R角非钻孔圆角，指定R角或EQ定义；





		D型孔		1.L值无法测量，测量剩余长度和直径，见右图；板厂无法测量时，EQ澄清

				2.具体尺寸图纸传递给板厂，若板厂无法测量EQ反馈达成一致











		葫芦孔		2.测量尺寸给定或测量以下3个：①总长度,即0.5*(D1+D2)+L  ②D1  ③D2

		酒瓶孔		1.L1和L2为设计值，L1和L2接触位置R角给定（参考SLOT R角）

				2.酒瓶孔成品尺寸测量位置传递给板厂，如右图









		其他		1.孔槽公差与板厂确认后生效规范

				2.浪潮依据与板厂确认的能力给定公差要求，符合能力不再单独EQ

				3.浪潮固定测量尺寸图纸，未提供的需EQ确认

				4.不在该内容体现的特殊设计，可以EQ确认
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		Customer :  Inspur

		Type:

		Working panel size:

		DFM issues																												Customer Reply		Approval Date

		1. Following is the proposed material build up: (需要填写板材)																						Customer's spec:				（客户的原始要求）		Signature:

		1		S		---------------		基铜需要填写		mil cu+plating		铜箔类型		完成铜厚及公差						1		S		----------------		0.5+plating		oz

				材料厚度		mil B-stage		(厚度公差)		半固化片的类型和含胶量				介电常数								7		mil B-stage

		2		G		---------------		铜箔厚度		mil    铜箔类型		铜箔厚度及公差				残铜率				2		G		----------------		2		oz

				芯板厚度		mil core		(芯板厚度公差)		芯板的配板结构及含胶量				介电常数								5		mil core

		3		G		---------------		2.56		mil      RTF		2.56mil(+/-0.2mil)				75%				3		G		----------------		2		oz

				7.3		mil B-stage		(+/-0.6mil)		2313RC58%X2				4.1								11.5		mil B-stage

		4		G		---------------		2.56		mil      RTF		2.56mil(+/-0.2mil)				75%				4		G		----------------		2		oz

				8		mil core		(+/-0.78mil)		1x7628RC45%				4.7								5		mil core

		5		G		---------------		2.56		mil      RTF		2.56mil(+/-0.2mil)				75%				5		G		----------------		2		oz

				7.3		mil B-stage		(+/-0.6mil)		2313RC58%X2				4.1								12		mil B-stage

		6		G		---------------		2.56		mil      RTF		2.56mil(+/-0.2mil)				75%				6		G		----------------		2		oz

				8		mil core		(+/-0.78mil)		1x7628RC45%				4.7								5		mil core

		7		G		---------------		2.56		mil      RTF		2.56mil(+/-0.2mil)				75%				7		G		----------------		2		oz

				7.3		mil B-stage		(+/-0.6mil)		2313RC58%X2				4.1								11.5		mil B-stage

		8		G		---------------		2.56		mil      RTF		2.56mil(+/-0.2mil)				75%				8		G		----------------		2		oz

				8		mil core		(+/-0.78mil)		1x7628RC45%				4.7								5		mil core

		9		G		---------------		2.56		mil      RTF		2.56mil(+/-0.2mil)				75%				9		G		----------------		2		oz

				7.22		mil B-stage		(+/-0.5mil)		2313RC55%X2				4.21								7		mil B-stage

		10		S		---------------		0.7		mil cu+plating		HTE		1.9+/-0.3						10		S		----------------		0.5+plating		oz

		广州兴森快捷电路科技有限公司

		PCB名称 stack-up																		inspur stack-up

		Total thickness:						0												total thickness:						94.49

		tolerance:						+/-8%												tolerance:						+/-8%

		以下是阻抗列表

		Following is the proposed impedance:

		1) single-ended  impedance

		Layer		inspur's requirement										PCB厂 design																		Reference layer		DK

				Line width(mil)						Impedance(ohm)				Line width(mil)								Impedance(ohm)				Cal impedance(ohm)

		L1/L10		8						60+/-10%				7.5								50+/-10%				59.75						L2/L9		4.21

		L1/L10		12						50+/-10%				11.5								50+/-10%				49.64						L2/L9		4.21

		外层阻抗值不盖阻焊模式：51.6*0.9+3.2=49.64 OHM																				外层阻抗值不盖阻焊模式：62.8*0.9+3.2=59.75 OHM

		以下地方每种计算的阻抗都要抓图
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编码规则

								浪潮PCB材料编码规则，禁止扩散，只在板厂制前工程使用，粗体代表已入库材料，工程会不定期更新给板厂制前工程。



								CLASS 0				CLASS 1				CLASS 2				CLASS 3				CLASS 4				CLASS 5				CLASS 6				CLASS 7				CLASS 8				CLASS 9

				P		Panasonic 
松下		P0-1		R1566WN														P4-1		Megtron 4S						P6-1		Megtron 6G		P7-1		Megtron 7GE		P8-1		Megtron 7N		P9-1		Megtron 8(N)

																								P4-2		Megtron-M						P6-2		HF-Megtron 6						P8-2		Megtron 7GN		P9-2		Megtron 8(U)



				Q		ITEQ 
联茂		Q0-1		IT-158		Q1-1		IT-180A		Q2-1		IT-180I		Q3-1		IT-170GRA1		Q4-1		IT-958G						Q6-1		IT-968		Q7-1		IT-988G		Q8-1		IT-988GSE		Q9-1		IT-998

								Q0-2		IT-150G										Q3-2		IT-170GRA2										Q6-2		IT-968G		Q7-2		IT-968SE

								Q0-3		IT-150GS										Q3-3		IT-170GT														Q7-3		IT-968GSE

				S		ShengYi 
生益科技		S0-1		S1000H		S1-1		S1000-2M		S2-1		S7045G		S3-1		S7040G		S4-1		S7439 						S6-1		Synamic6						S8-1		Synamic6N

																								S4-2		S7439C						S6-2		Synamic6GX

																								S4-3		S7439G

				E		EMC 
台光		E0-1		EM825		E1-1		EM-827		E2-1		EM-370(D)						E4-1		EM-526		E5-1		EM-528		E6-1		EM-891		E7-1		EM-890		E8-1		EM-890K		E9-1		EM-892K

																E2-2		EM-370Z																		E7-2		EM-528K		E8-2		EM-891K		E9-2		EM-892K2



				T		TUC 
台耀						T1-1		TU-768		T2-1		TU-862HF		T3-1		TU-862S		T4-1		TU-863+ 						T6-1		TU-883 		T7-1		TU-883A		T8-1		TU-933+

																T2-2		TU-865		T3-2		TU-872LK(I)										T6-2		TU-883C		T7-2		TU-933E



				Y		上海南亚		Y0-1		NY2150		Y1-1		NY2170H						Y3-1		NY3170M		Y4-1		NY6200						Y6-1		NY6300		Y7-1		NY-P1		Y8-1		NY-P2

												Y1-2		NY3170HC						Y3-2		NY3170M2		Y4-2		NY3170LK						Y6-2		NY6300SL



				J		金宝		J0-1		HRM-4150		J1-1		HRH-4170						J3-1		HRG-4180L		J4-1		ZD-9400		J5-1		ZD-8500		J6-1		ZD-9600						J8-1		ZD-9700N		J9-1		ZD-9800N

								J0-2		HRG-4150										J3-2		ZD-8400



				N		Nanya 
台湾南亚		N0-1		NPG-150N		N1-1		NP-175FM		N2-1		NPG-170N		N3-1		NPG-171		N4-1		NPG-170D						N6-1		NPG-186						N8-1		NPG-198K

								N0-2		NPG-151																						N6-2		NPG-188H

								N0-3		NP-155F

				D		Doosan 
斗山																		D4-1		DS-7409DXG										D7-1		DS-7409DV		D8-1		DS-7409DV(N)

																																				D7-2		DS-7409DJG		D8-2		DS-7409DJG(N)

																																				D7-3		DS-7409DJG(S)

				C		Nelco																										C6-1		Meteorwave 1000		C7-1		Meteorwave 3000		C8-1		Meteorwave 4000		C9-1		Meteorwave 8000

																																				C7-2		Meteorwave 2000



				V		Ventec
腾辉																		V4-1		VT-462(L)						V6-1		VT-462S		V7-1		VT-463

																																V6-2		VT-462SH



				H		华正新材		H0-1		H150HF						H2-1		H175HF		H3-1		H180HF		H4-1		H185HF		H5-1		H190HF		H6-1		H360





				G		超声
GoWorld		G0-1		GW1500		G1-1		GW1700-1						G3-1		GW3000		G4-1		GW3000A						G6-1		GW3000H		G7-1		GW3000HN

																								G4-2		GW2400L



				A		Isola 
德联						A1-1		185HR						A3-1		IS415		A4-1		I-speed										A7-1		Tachyon 100G

												A1-2		370HR



				R		 Hitachi
 日立						R1-1		E78G										R4-1		HE679G(S)
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芯板

				板材类型		板材厚度(mm)		厚度公差

				针对所有				±

						0.05		0.01

						0.075		0.01

						0.1		0.01

						0.13		0.01

						0.15		0.015

						0.18		0.015

						0.21		0.015

						0.25		0.015

						0.3		0.03

						0.36		0.03

						0.41		0.03

						0.45		0.035

						0.51		0.04

						0.6		0.04

						0.71		0.04

						0.8		0.05

						1		0.05

						1.1		0.055

						1.2		0.06

						1.4		0.06

						1.5		0.06

						1.6		0.06

						1.7		0.06

						1.9		0.08

						2		0.08

						2.2		0.09

						2.4		0.09

						2.5		0.1

						2.8		0.1

						2.9		0.1

						3		0.12

						3.2		0.12





化片

		

				PP片应计算填胶后公差，如下：

				10mil以下		±0.6

				10-20mil		±11%

				20mil以上		±9%





铜箔

		内层		铜箔厚度		厚度/mil		厚度公差

				0.5 OZ		0.5		+0.1		注：
没有负公差

				1 OZ		1.2		+0.2

				2 OZ		2.4		+0.2

				3 OZ		3.7		+0.2

				4 OZ		4.9		+0.3

				铜箔厚度		厚度/mil		厚度公差

		外层		0.33 OZ		1.4		±0.3

				0.5 OZ		1.5		±0.3

				1 OZ		2.2		±0.3

				2 OZ		3.5		±0.3

				3 OZ		4.8		±0.4

				4 OZ		6.1		±0.5






